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不可替代的半
导体命脉
六氟化钨（WF6）是先进制程芯片制造的核
心前驱体材料，具备极低电阻率和优异的台
阶覆盖性，是半导体制造的“刚需硬通货”，
产业不可替代性极强。



先进制程的性能保障

1

核心前驱体

作为化学气相沉积（ CVD）和原子
层沉积（ ALD）工艺的核心前驱体，
用于形成芯片内部的钨薄膜、接触
孔和通孔等关键导电结构。

2

极低电阻率

钨薄膜具有极低的电阻率，能有效
降低芯片内部信号延迟，提升运算
速度，是高性能逻辑芯片和存储芯
片的性能保障。

3

优异台阶覆盖

具备出色的台阶覆盖性和高反应活
性，能够完美适配 7nm及以下先
进制程中高深宽比结构的镀膜与填
充工艺，确保芯片内部连接的可靠
性。

4

常温液态介质

常温下为液态，便于实现精准的输
送与计量，提高了半导体制造过程
的稳定性和可控性。

六氟化钨核心特性



需求刚性与不可替代性

1

先进制程刚需

在 3nm、 5nm、 7nm等先进逻辑芯片的钨塞
工艺、栅极接触和互连线镀膜中扮演核心角色，
是芯片性能稳定的关键。

2

存储芯片命脉

是 3D NAND闪存和 HBM高带宽存储芯片垂直
结构钨填充工艺的核心耗材，其用量随堆叠层数
增加而激增，被称为“命脉级材料”。

3

替代品稀缺

在先进制程中，其性能无法被铜、钴等常规金属
材料替代，是逻辑芯片和高端存储芯片量产的必
需品，下游需求刚性极强。

半导体制造硬通货



三大核心应用
场景
六氟化钨的应用场景高度聚焦于高端半导体
制造，核心需求集中于先进逻辑芯片、高端
存储芯片及其他半导体器件三大板块，并随
技术迭代持续增长。



先进制程的基石

先进制程核心
主要用于 7nm及以下先进制程，包括目前主
流的 3nm、 5nm和 7nm节点，是芯片微型
化和性能提升的关键材料。

01.

钨塞工艺关键
在芯片的钨塞工艺、栅极接触和互连线镀膜
环节中发挥核心作用，确保芯片内部数以亿
计的晶体管能够稳定、高效地工作。

02.

用量持续提升
随着制程工艺不断微缩，芯片内部结构愈发
精密，单片晶圆的六氟化钨用量持续提升，
成为先进逻辑芯片性能稳定的核心保障。

03.

先进逻辑芯片领域



需求爆发的核心引擎

最大需求市场

存储芯片是六氟化钨最大的需求市场，占全球总
需求的近 80%，是行业增长的核心驱动力。

01
3D NAND堆叠

3D NAND闪存堆叠层数从 200层快速升级至
400层以上，垂直立体结构对高深宽比钨填充工
艺要求大幅提升，直接带动六氟化钨用量呈指数
级增长。

02
HBM高带宽存储

HBM凭借超高算力适配性，成为 AI服务器的核
心配套硬件，其制造过程对六氟化钨的纯度和稳
定性要求极高，进一步推高了需求量。

03

高端存储芯片领域



通用制造的基础耗材

DRAM内存芯片
广泛应用于 DRAM内存芯片的制造，用于形
成其内部的电容和互连结构，是计算机和服
务器内存的核心组件。

01

功率半导体
在功率半导体器件的生产中，六氟化钨用于
形成低电阻的欧姆接触和栅极结构，提升器
件的开关速度和能效。

02

传感器等器件
同样广泛应用于各类传感器、射频器件等半
导体产品的接触层与互连工艺，是通用半导
体制造的基础耗材，需求保持稳健增长。

03

其他半导体器件



全产业链结构
解析
六氟化钨行业产业链呈现“上游原料垄断、中
游产能稀缺、下游刚需刚性”的结构性特征，
整个链条壁垒极高，供给与需求高度集中。



核心原料供给高度集中

核心原料：高纯钨粉

高纯钨粉是生产六氟化钨的核心原材料，
其品质直接决定了最终产品的纯度和性能，
占整体生产成本的 60%-70%。

01.

中国掌控全球供给

全球钨资源供给高度集中，中国掌控全球
80%以上的钨矿产资源与高纯钨粉产能，
是全球唯一的核心供给国。

02.

出口管制重塑格局

2025年以来，国内对钨相关物项实施严
格出口管制，直接切断了海外厂商的核心
原料供给，从源头上重塑了全球六氟化钨
的供给格局。

03.

上游原料：绝对垄断



技术、产能、认证三重壁垒

技术壁垒
•电子级超高纯六氟化钨的生产对提纯工艺、参数控制、杂质去除精度
要求极高，新玩家难以在短期内突破技术瓶颈。

01

产能壁垒
•新建产能落地周期需 2-3年，资金投入巨大，且面临严格的环评和安
评要求，行业扩产难度大、周期长。

02

认证壁垒
•下游晶圆厂对供应商的认证周期长达 1-3年，对产品的稳定性和品控
要求极为苛刻，新厂商进入市场难度极大。

03

产能主导权转移
•此前全球产能由日韩企业主导，但受原料短缺影响， 2026年海外产
能大幅收缩，国内厂商正逐步掌握全球产能主导权。

04

中游制造：壁垒极高



核心晶圆厂的刚需采购

1

全球核心需求主体高度集中，韩国三星电
子、 SK海力士、中国台湾台积电以及中
国大陆头部晶圆厂合计占据全球 70%以

上的市场需求。

需求主体集中

2

在先进制程和高端存储制造中，六氟化钨
是刚需且无替代品的材料，下游晶圆厂为

保障产能稳定，必须进行采购。

需求无替代

3

AI算力爆发、晶圆厂持续扩产、存储技
术迭代三重利好叠加，让下游需求具备极
强的刚性，为行业量价齐升提供了坚实支

撑。

高刚性支撑

下游应用：需求刚性



2026年供需格
局
2026年，六氟化钨行业迎来需求爆发与供给
收缩的双重叠加，全球市场供需缺口巨大，
行业景气度达到历史高点。



AI与存储技术迭代拉动

需求跨越式增长
在 AI芯片和高端存储技术迭代的双引擎驱动下，
2026年行业需求迎来跨越式增长，全年全球总
需求预计达到 11000吨，同比 2025年增长
37%以上。

01

AI算力产业爆发
全球 AI服务器出货量持续高增， HBM高带宽存
储和先进制程 AI逻辑芯片需求井喷，单片晶圆
的钨沉积用料需求同比增长超 40%。

02

存储技术迭代升级
3D NAND闪存堆叠层数从 200层向 400层以上
跨越，单位存储单元的耗材量较传统工艺提升数
倍，直接引爆了对六氟化钨的需求。

03

需求端：双引擎驱动



海外产能大幅收缩

日本关东电化、中央硝子合计占据
全球 25%的产能，但受中国高纯
钨粉出口管制影响， 2026年下半
年将全面停产断供，属于永久性产

能退出。

日本产能全面退出

01

韩国 SK Specialty等核心供应商面
临钨原料采购成本飙升、供给不稳
定的问题， 2026年整体产能开工

率不足 50%。

韩国产能大幅受限

02

为对冲成本压力、平衡供需关系，
韩国厂商已计划将六氟化钨产品价
格上调 70%-90%，海外主流供给

体系彻底重构。

启动涨价以求平衡

03

行业扩产周期极长，新建产能落地
需 2-3年，客户认证亦需 1-3年。
2026年全球无新增产能规划，供
给缺口无法在短期内填补。

无新增产能补缺口

04

供给端：多重利空



价格暴涨与逻
辑
2026年，六氟化钨价格迎来史诗级暴涨，其
背后是成本、供需、国产替代和低库存四大
核心逻辑的共同驱动，涨价周期持续拉长。



01.
海外市场价格飙升

六氟化钨出口均价从 2026年 1月的 68.75
美元 /公斤，飙升至 4月的 149.79美
元 /公斤，短短三个月涨幅达到 117.9%。

韩国高端产品涨价

韩国高端定制级产品订单价格涨幅超
200%，头部厂商官宣全年涨价 70%-
90%，价格上调力度空前。

02.
国内市场价格飞涨

国内 6N级高纯六氟化钨价格从 2026年初
不足 50万元 /吨，快速攀升至年中近 300
万元 /吨，年内涨幅超 500%，市场预判年
末价格有望冲击更高位。

03.

短短数月，价格翻倍

2026价格走势



成本、供需、替代、库存

原料成本暴涨传导
核心原材料高纯钨粉价格在一年内暴涨 6-7倍，直接推高了海内外
厂商的生产制造成本，成本端涨价逻辑坚实且不可逆。

01

供需严重失衡
海外产能刚性收缩，而 AI与存储技术迭代带动需求高速增长，供需
缺口持续扩大，下游晶圆厂库存低位，只能被动接受涨价。

02

国产替代话语权提升
海外供给短缺背景下，全球头部晶圆厂纷纷转向国内厂商采购，国
内企业依托稳定的原料供给和产能优势，掌握了市场定价主动权。

03

行业库存低位支撑
2026年上半年海外厂商的原料和成品库存已基本耗尽，下游晶圆厂
为保障量产稳定，无议价空间，价格上涨阻力极小。

04

价格暴涨四大逻辑



成本传导与格局重塑

下游晶圆厂成本压力
六氟化钨价格暴涨直接推高了先进制程芯片和高端存储芯片的生产成本，部分中小晶圆厂成本压力凸显，倒逼其加速导入国产供应商。

01

加速国产替代进程
涨价周期加速了供应链重构，海外厂商市场话语权削弱，国内头部厂商凭借优势快速抢占全球市场，行业集中度大幅提升。

02

资本市场景气上行
六氟化钨涨价带动 A股电子特气板块整体走强，相关标的股价持续上涨，行业估值迎来全面修复，成为 2026年半导体核心景气赛道。

03

涨价对产业链影响



市场竞争格局
2026年，全球六氟化钨市场竞争格局发生颠
覆性重构，结束了日韩企业长期垄断的局面，
以国内企业为主导的全新格局正在形成。



日韩衰退，国产崛起

1

日韩企业全面衰退

此前日本、韩国厂商合计占据全球 40%以上的市场份额，是行业核心主导
力量。 2026年受原料短缺、产能停产影响，日韩企业合计市占率降至
15%以下。

2

国内厂商全球主导

凭借原料资源垄断、成熟的量产技术和持续的产能扩张，国内企业全球合
计市占率突破 80%，成为全球六氟化钨市场的核心供给主体，彻底改写全
球行业竞争规则。

全球格局重构



龙头垄断，中坚跟进

中船特气：全球龙头
公司有效产能 2000吨 /年，位居全球第
一，是全球为数不多可稳定量产 7N级
超高纯产品的企业，技术与产能规模均
处顶尖水平。

01

昊华科技：核心中坚
公司现有 600吨 /年 6N级高纯六氟化
钨产能，背靠央企平台，供应链稳定，
已实现规模化海外供货，盈利能力持续
提升。

02

和远气体：潜力标的
公司规划 500吨 /年产能， 2026年处
于试生产阶段，正全力推进客户认证，
依托园区一体化布局，未来规模化量产
潜力较大。

03

国内核心厂商



高壁垒锁定长期景气

资源与技术壁垒
行业高度依赖中国钨资源，且超高纯量产技
术、环评安评构成极高壁垒，新玩家入场难
度极大。

01

产能扩张周期长
新建产能落地与客户认证需 3-5年， 2028
年前无新增产能，供需缺口将持续扩大，行
业高景气周期有望延续至 2027年以后。

02

国产替代全面落地
下游晶圆厂为保障供应链安全，将持续提升
对国内供应商的采购比例，国内头部厂商将
长期受益于国产替代红利。

03

行业壁垒与展望
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